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MODECOM OBERON PRO

Obudowa MODECOM OBERON PRO zostata zaprojektowana dla uzytkownikow, ktorzy cenig
sobie przestronne i funkcjonalne wnetrze w potgczeniu z atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwem.
Przemyslana  konstrukcja wewnetrzna obudowy przeznaczonej dla graczy, w potgczeniu z
dopracowanymi detalami panelu przedniego, stawiajg OBERON PRO na szczegolnej pozycji wsrod
nowych propozycjii MODECOM. OBERON PRO sposrod innych obuddéw dla graczy wyroznia sie
eleganckim, minimalistycznym wzornictwem, podkreSlonym klasyczng czernig. Wersja OBERON PRO to
najnowoczesniejsza konstrukcja oparta na doswiadczeniach wczesniejszych wersji z serii OBERON.
Dopracowane w detalach szczegdty sg odpowiedzig na zgtaszane przez uzytkownikdw oczekiwania

odnosnie funkcjonalnej obudowy komputerowe;.
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Kluczowe cechy

konstrukcja dla wymagajgcych graczy
duze mozliwosci aranzacyjne wnetrza
duza przestrzen na PSU az 240 mm

gumowe kotnierze otworow przepustowych
przewodow

wykrecane zaslepki na sloty PCI/PCle
nowoczesne wzornictwo panelu przedniego
pieC miejsc na dyski twarde

beznarzedziowy montaz kart rozszerzen

dwa wbudowane czarne wentylatory 120 mm
filtry zabezpieczajgce przed kurzem

miejsce na karty grafiki az do 395 mm

mozliwos¢ montazu chtodzenia procesora do
163 mm
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Chtodzenie

Obudowa OBERON PRO posiada fabrycznie
zamontowane  dwa  czarne  wentylatory
chtodzgce o srednicy 120 mm (tyt i przod), co
przy braku komponentow blokujgcych przeptyw
powietrza zapewnia doskonate chtodzenie
wnetrza. Maksymalna wysokos¢ dostepna dla
uktadu chtodzenia procesora to 163 mm.

Organizacja przestrzeni

Obudowa OBERON PRO Zapewnia
beznarzedziowy montaz kart rozszerzen, a
wygodny system organizacji okablowania
pozwala utrzymac uporzgdkowang przestrzen
we wnetrzu obudowy. Miejsce do montazu
karty graficznej to az 395 mm.

MODECOM OBERON PRO

Obudowa komputerowa

Funkcjonalne, nowoczesne
wnetrze

Obudowa OBERON PRO pozwala uzytkownikowi
na dowolng aranzacje wnetrza  wedtug
indywidualnych preferencji z wykorzystaniem
najnowoczesniejszych  komponentow,  przy
jednoczesnym  zachowaniu  Swietnego ich
chtodzenia. O czystosSC wnetrza obudowy dbajg
tatwo demontowalne filtry: magnetyczny na
gorze obudowy, w dolnej czesSci panelu
przedniego oraz na spodzie, pod zasilaczem.

Miejsca na dyski SSD/HDD

W obudowie mozna zamontowac piec dyskow
twardych w konfiguracjach: trzy dyski SSD 2.5"
oraz dwa dyski HDD 3.5 (w systemie
beznarzedziowym) lub pie¢ dyskow SSD 2.5".
/asilacz oraz miejsce na dyski twarde
3,5"/2,5" umieszczone sg w ostonie (tunelu)
na spodzie obudowy, natomiast pozostate
miejsce na dyski SSD znajduje sie na tylnej
stronie szkieletu obudowy.



Praktyczne rozwigzania

W obudowie zastosowano gumowe Kkotnierze
otworow przepustowych przewodow. Gumowy
pierscien  uszczelniajgcy ma  za  zadanie
zabezpieczyC przewody przed uszkodzeniem.

MODECOM OBERON PRO

Obudowa komputerowa

Wykrecane zaslepki

Wszystkie zaslepki na karty rozszerzen PCI/PCle
sg wykrecane. Pozwala to na ponowng
aranzacje komponentow i przywroci¢ obudowe
do pierwotnego wygladu.

Instalacja dtugich zasilaczy

We  wnetrzu wygospodarowano duzg
przestrzen (240 mm) na zasilacz. Pozwala to na
montaz dtugich zasilaczy oraz tatwg aranzacje
okablowania. Teraz instalacja zasilacza bez

modularnego  okablowania  jest  jeszcze
tatwiejsza.



Informacje dodatkowe

MODECOM OBERON PRO

Dtugie karty graficzne Montaz zasilacza

Dla lepsze) wymiany powietrza
zasilacz montowany jest na spodzie
obudowy w specjalnym tunelu.

Zamontuj we wnetrzu karty graficzne BAflfloo o- & | 100000 o6
o dtugosci nawet 395 mm. - T L

Solidna | trwata
konstrukcja

Konstrukcja obudowy wykonana
jest z wysokiej jakosci pomalowane)
na czarno stali SPCC o grubosci 0.7
mm.

Design

Obudowa OBERON PRO to
nowoczesna konstrukcja o)
wyjatkowym, przykuwajgcym wzrok
wzornictwie,

Chtodzenie procesora Filtry antykurzowe

MozliwosC  zamontowania  coolera @ Umieszczone  bezposrednio  pod

chtodzacego procesor o maksymalne) zasilaczem, na panelu przednim oraz

WySOkosci 163 mm. na gornym panelu filtry zapobiegaja
przed dostaniem sie  kurzu do
wnetrza obudowy,




Specyfikacja techniczna
MODECOM OBERON PRO



'MODECOM Specyfikacja techniczna

MODECOM OBERON PRO

—
Rodzaj obudowy Midi tower
Przeznaczenie Do domu/ do biura
Wymiary obudowy: 455*205*475 mm (L*W*H)
Format ptyty gidwnej ATX/ Micro ATX/ ITX
Ztacza na panelu przednim/ gérnym:
e USB3.0 2
« USB2.0 2
* Wejscie na mikrofon TAK
* \Wejscie na stuchawki TAK / HD AUDIO
e Czytnik kart SD/ TF NIE
Rozwigzania beznarzedziowe TAK

Miejsca montazowe:

 zewnetrzne 5,25" 1
e zewnetrzne 3,5" 0
 wewnetrzne HDD 3,5" 2 (mozliwos¢ zamontowania w ich miejsce 2 x SSD 2,5”)
e wewnetrzne SSD 2,5" 3
Maksymalna liczba wentylatorow 5

Liczba zainstalowanych wentylatorow:

* przod 1x120 mm
* tyt 1x120 mm
* bok 0

« gobra 0

Kontroler obrotéw wentylatora(ow) NIE

Miejsca na karty rozszerzen 7



MODECOM OBERON PRO

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACIA MODECOM OBERON PRO

Miejsce montazu zasilacza

Tunel na zasilacz

Wysokosc¢ chtodzenia procesora

Maksymalna dtugosc karty graficznej

Informacje dodatkowe:

mozliwos¢ montazu wodnego systemu
chtodzenia

panel boczny z oknem
filtr pod zasilaczem

filtr na panelu géornym
filtr na panelu przednim
grubosc stali

waga netto

OBERON PRO BLACK

Kod: AT-OBERON-PR-10-000000-0002

EAN: 5901885248387

Wymiary opakowania jednostkowego: 520 x 520 x 265 cm

Wymiary opakowania zbiorczego: 520 x 520 x 265 cm

Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

dot obudowy
TAK =240 mm
163 mm

395 mm

NIE

NIE
TAK
TAK
TAK
0,7 mm
5,27 kg

OBERON PRO WHITE
Kod: AT-OBERON-PR-20-000000-0002
EAN: 5901835248394

Wymiary opakowania jednostkowego: 520 x 520 x 265 cm
Wymiary opakowania zbiorczego: 520 x 520 x 265 cm

Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
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Dziekujemy

MODECOM Polska

WWW.modecom.com
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